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(57)摘要

本发明公开了一种多层瓷介结构的高压鼓

形电容器，多只多层瓷介电容器按序排列，排列

顺序设置成，所有多层瓷介电容器的第一端电极

均朝向第一方向，所有多层瓷介电容器的第二端

电极均朝向与所述第一方向相反的第二方向；所

有的第一端电极均分别与第一引出端子相连接，

所有的第二端电极均分别与第二引出端子相连

接；树脂包封在所述多只多层瓷介电容器的外

部，树脂还充满每相邻两个多层瓷介电容器之间

的间隙；所述第一引出端子和所述第二引出端子

分别暴露在所述树脂的外部。本发明易于实现产

品尺寸标准化，从而得到更低ESR值，更精确容值

误差的电容器。
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1.一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，其特征在于，多只多层瓷介电容器按序排列，

排列顺序设置成，所有多层瓷介电容器的第一端电极均朝向第一方向，所有多层瓷介电容

器的第二端电极均朝向与所述第一方向相反的第二方向；所有的第一端电极均分别与第一

引出端子相连接，所有的第二端电极均分别与第二引出端子相连接；树脂包封在所述多只

多层瓷介电容器的外部，树脂还充满每相邻两个多层瓷介电容器之间的间隙；所述第一引

出端子和所述第二引出端子分别暴露在所述树脂的外部。

2.根据权利要求1所述的一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，其特征在于，每一多层

瓷介电容器的内电极组，按照沿着指定方向多层交替层叠的方式排列；所述指定方向为垂

直于所述第一端电极和所述第二端电极的连线的方向；所述多层交叠的方式为：在第一层

有大于等于两个的第一内电极，在与所述第一层相邻的第二层有大于等于一个的第二内电

极，一个所述第二内电极的位置对应于两个所述第一内电极的之间的位置，两个所述第一

内电极分别和一个所述第二内电极构成两个第一电容，并且所述两个第一电容相互串联。

3.根据权利要求2所述的一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，其特征在于，所述多层

交叠的方式还包括：在于所述第二层相邻的第三层有大于等于两个的第三内电极，一个所

述第二内电极的位置对应于两个所述第三内电极的之间的位置，两个所述第三内电极分别

和一个所述第二内电极构成两个第二电容，并且所述两个第二电容相互串联。

4.根据权利要求3所述的一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，其特征在于，所述第一

电容和所述第二电容相互并联。

5.根据权利要求2所述的一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，其特征在于，在所述第

一层中，最靠近第一端电极的第一内电极与所述第一端电极连接，最靠近第二端电极的第

一内电极与所述第二端电极连接。

6.根据权利要求3所述的一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，其特征在于，在所述第

三层中，最靠近第一端电极的第三内电极与所述第一端电极连接，最靠近第二端电极的第

三内电极与所述第二端电极连接。

7.根据权利要求1-6中任一项所述的一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，其特征在

于，所述多只多层瓷介电容器之间串联和/或并联。

8.根据权利要求1所述的一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，其特征在于，所述第一

端电极与所述第一引出端子之间为焊接连接，所述第二端电极与所述第二引出端子之间为

焊接连接。
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一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器

技术领域

[0001] 本发明涉及电容器领域，特别涉及一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器。

背景技术

[0002] 传统高压鼓形电容器是由单层陶瓷介质及两端的电极所构成。如图1所示，传统的

高压鼓形电容器包括单层陶瓷介质1、银电极2、以及引出端子3。该结构高压鼓形电容器具

有结构简单、工作电压高的特点。但是单层陶瓷结构的传统电容器同时存在以下不足：1、由

于是单层陶瓷介质结构，设计制作不同容值的电容时，需设计多种不同的直径、不同的厚度

以及不同的尺寸，容值范围较大时需采用不同介电常数的瓷料，生产控制比较麻烦。2、单层

陶瓷介质结构，不利于降低电容器的ESR值；同时不易制成大容值电容器。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是提供一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，易于实现

产品尺寸标准化，从而得到更低ESR值，更精确容值误差的电容器。

[0004] 为了解决上述技术问题，本发明的技术方案为：

[0005] 一种多层瓷介结构的高压鼓形电容器，多只多层瓷介电容器按序排列，排列顺序

设置成，所有多层瓷介电容器的第一端电极均朝向第一方向，所有多层瓷介电容器的第二

端电极均朝向与所述第一方向相反的第二方向；所有的第一端电极均分别与第一引出端子

相连接，所有的第二端电极均分别与第二引出端子相连接；树脂包封在所述多只多层瓷介

电容器的外部，树脂还充满每相邻两个多层瓷介电容器之间的间隙；所述第一引出端子和

所述第二引出端子分别暴露在所述树脂的外部。

[0006] 优选的，每一多层瓷介电容器的内电极组，按照沿着指定方向多层交替层叠的方

式排列；所述指定方向为垂直于所述第一端电极和所述第二端电极的连线的方向；所述多

层交叠的方式为：在第一层有两个及以上的第一内电极，在与所述第一层相邻的第二层有

一个及以上第二内电极，一个所述第二内电极的位置对应于两个所述第一内电极的之间的

位置，两个所述第一内电极分别和一个所述第二内电极构成两个第一电容，并且所述两个

第一电容相互串联。

[0007] 优选的，所述多层交叠的方式还包括：在于所述第二层相邻的第三层有两个及以

上的第三内电极，一个所述第二内电极的位置对应于两个所述第三内电极的之间的位置，

两个所述第三内电极分别和一个所述第二内电极构成两个第二电容，并且所述两个第二电

容相互串联。

[0008] 优选的，所述第一电容和所述第二电容相互并联。

[0009] 优选的，在所述第一层中，最靠近第一端电极的第一内电极与所述第一端电极连

接，最靠近第二端电极的第一内电极与所述第二端电极连接。

[0010] 优选的，在所述第三层中，最靠近第一端电极的第三内电极与所述第一端电极连

接，最靠近第二端电极的第三内电极与所述第二端电极连接。
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[0011] 优选的，所述多只多层瓷介电容器之间串联和/或并联。

[0012] 优选的，所述第一端电极与所述第一引出端子之间为焊接连接，所述第二端电极

与所述第二引出端子之间为焊接连接。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果在于：多层瓷介电容器的内电极组结构使得

电容器具有更低的ESR值，而且内电极组之间电容的串并联方式易于实现容值误差精度控

制。本发明还可通过多只多层瓷介电容器的不同的串联、并联组合实现电压、容值范围的系

列化，从而易于实现产品尺寸的标准化。

附图说明

[0014] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。

附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些

附图未必是按比例绘制的。附图中：

[0015] 图1为现有技术中单层陶瓷介质及两端的电极构成示意图；

[0016] 图2为本发明图多层瓷介结构的高压鼓形电容器的构成示意图。

[0017] 图中各符号所表示的含义如下：

[0018] 1-单层陶瓷介质；2-银电极；3-引出端子；4-多层陶瓷介质；501-第一端电极；502-

第二端电极；6-连接焊点；601-第一引出端子；602-第二引出端子；7-树脂；8-第一内电极；

9-第二内电极；10-第三内电极。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于

这些实施方式的说明用于帮助理解本发明，但并不构成对本发明的限定。此外，下面所描述

的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0020] 如图2所示，本发明多层瓷介结构的高压鼓形电容器，其内部具有按序排列的多只

多层瓷介电容器。这些多层瓷介电容器的排列顺序设置成，所有多层瓷介电容器的第一端

电极501均朝向第一方向，所有多层瓷介电容器的第二端电极502均朝向与所述第一方向相

反的第二方向。所有的第一端电极501均分别与第一引出端子601相连接，而所有的第二端

电极502均分别与第二引出端子602相连接。在第一端电极501和第二端电极502上均具有连

接焊点6。所述第一端电极501与所述第一引出端子601之间为焊接连接。所述第二端电极

502与所述第二引出端子602之间为焊接连接。所述多只多层瓷介电容器之间串联和/或并

联。因此，本发明的电容器可通过多只多层瓷介电容器不同的串联、并联组合实现电压、容

值范围的系列化。树脂7包封在所述多只多层瓷介电容器的外部。而且，树脂7还充满每相邻

两个多层瓷介电容器之间的间隙。所述第一引出端子601和所述第二引出端子602分别暴露

在所述树脂7的外部。多只多层瓷介电容器、第一引出端子601、第二引出端子602以及用于

包封的树脂7构成了本发明低的ESR值、尺寸标准化、电压容值范围系列化的高压鼓形电容

器。

[0021] 每一个多层瓷介电容器内具有内电极组。内电极组按照沿着指定方向多层交替层

叠的方式排列。所述指定方向为垂直于所述第一端电极501和所述第二端电极502的连线的

方向。所述多层交叠的方式为：在第一层有两个及两个以上的第一内电极8，在与所述第一
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层相邻的第二层有一个及一个以上第二内电极9。一个所述第二内电极9的位置对应于两个

所述第一内电极8的之间的位置。在本实施例中，一个所述第二内电极9的中心位置对应着

两个所述第一内电极8的之间的间隙位置。两个所述第一内电极8能够分别和一个所述第二

内电极9构成两个第一电容。并且所述两个第一电容相互串联。在于所述第二层相邻的第三

层有两个及以上的第三内电极10。一个所述第二内电极9的位置对应于两个所述第三内电

极10的之间的位置。在本实施例中，一个所述第二内电极9的中心位置对应着两个所述第三

内电极10的之间的间隙位置。两个所述第三内电极10分别和一个所述第二内电极9构成两

个第二电容。并且所述两个第二电容相互串联。所述第一电容和所述第二电容相互并联。在

所述第一层中，最靠近第一端电极501的第一内电极8与所述第一端电极501连接。最靠近第

二端电极502的第一内电极8与所述第二端电极502连接。在所述第三层中，最靠近第一端电

极501的第三内电极10与所述第一端电极501连接，最靠近第二端电极502的第三内电极10

与所述第二端电极502连接。由此，上述的内电极组和端电极共同构成一个多层瓷介电容

器。

[0022] 在图2所示的电容器中，一个多层瓷介电容器内的第一层有三个第一内电极8，第

二层有与第一层对应的两个第二内电极9，第三层有与第二层对应的三个第三内电极10。第

一层中最靠近第一端电极501的第一内电极8与所述第一端电极501连接，最靠近第二端电

极502的第一内电极8与所述第二端电极502连接。第三层中最靠近第一端电极501的第一内

电极8与所述第一端电极501连接，最靠近第二端电极502的第一内电极8与所述第二端电极

502连接。

[0023] 综上，本发明多层瓷介电容器的内电极组结构使得电容器具有更低的ESR值，而且

内电极组之间电容的串并联方式易于实现容值误差精度控制。本发明还可通过多只多层瓷

介电容器的不同的串联、并联组合实现电压、容值范围的系列化，从而易于实现产品尺寸的

标准化。

[0024] 以上结合附图对本发明的实施方式作了详细说明，但本发明不限于所描述的实施

方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本发明原理和精神的情况下，对这些实施方式

进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本发明的保护范围内。
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图1

图2
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